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Beschreibung 

Verfahren zum Umhiillen eines elektronischen Bauelementes so- 
wie nach dieseiti Verfahren hergestelltes elektronisches Bau- 
5 element 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Umhiillen eines e- 
lektronischen Bauelementes sowie ein nach diesem Verfahren 
hergestelltes elektronisches Bauelement. 

10 

Elektronische Bauelemente wie z.B. Kondensatoren und Wider- 
stande werden haufig vollstandig in ein Umhiillungsmaterial , 

> 

| insbesondere Kunststoff, eingegossen, d.h. mit einer Kunst- 
stof f kapselung umgeben. Werden diese Bauelemente groiieren 

15 Temperaturanderungen ausgesetzt, so konnen aufgrund unter- 

schiedlicher thermischer Ausdehnungskoef f izienten der betei- 
ligten Materialien entsprechend hohe mechanische Belastungen 
an den Bauelementen auftreten. 

20 Zur Vermeidung dieser Schwier igkeit ist es aus der DE 34 08 
855 Al bekannt, das elektronische Bauelement mit einem 
Schrumpf schlauch zu umgeben, der aus einem urn wenigstens 50 % 
dehnbaren, hochreifif esten oder einem gummielastischen, hoch- 
reilifesten Material besteht. Eine derartige Umhullung des e- 

25 lektronischen Bauelementes mit einem Schrumpf schlauch ist je- 
doch fur viele Anwendungszwecke nicht ausreichend. 

Die Schwierigkeit kann auch dadurch umgangen werden, dass ei- 
ne vollstandige Kapselung des elektronischen Bauelementes 
30 vermieden wird. Dies ist jedoch fur viele Zwecke ebenfalls 
unbef riedigend . 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren zum Umhiillen eines elektronischen Bauelementes so- 
35 wie ein nach diesem Verfahren hergestelltes elektronisches 
Bauelement zu schaffen, bei denen trotz einer vollstandigen 
Kapselung des Bauelementes mit Kunststoff unterschiedliche 
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thermische Ausdehnungen des Bauelementes und der Kunststoff- 
kapselung ausgeglichen werden. 

Das erf indungsgemafi ausgebildete Verfahren zum Umhullen eines 
elektronischen Bauelementes sowie das nach diesem Verfahren 
hergestellte elektronische Bauelement sind in den Patentan- 
spruchen 1 und 12 definiert. Vorteilhafte Ausgestaltungen und 
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran- 
spriichen. 

Bei dem erf indungsgemaften Verfahren wird vor dem vollstandi- 
gen Umgieften des elektronischen Bauelementes mit Kunststoff 
das Bauelement mit einem f liefif ahigen Beschichtungsmaterial 
beschichtet. Das f liefif ahige Beschichtungsmaterial wird so 
gewahlt, dass es im ausgeharteten Zustand durch Temperaturan- 
derungen bedingte unterschiedliche Ausdehnungen des Bauele- 
mentes und der Kunststoff kapselung ausgleichen kann. 

Das fliefifahige Beschichtungsmaterial kann durch ein herkomm- 
liches Beschichtungsverf ahren, insbesondere durch. Tauchen o- 
der Spruhen auf das Bauelement aufgebracht werden. Je nach 
der Viskositat des Beschichtungsmaterials kann es zweckmafiig 
sein, das Beschichtungsmaterial durch mehrere auf einanderf ol- 
gende Beschichtungsvorgange auf zubringen . 

Als Beschichtungsmaterial wirc^ ein Material mit hohem thermi- 
schem Ausdehnungskoef f izienten und guten Haf tungseigenschaf- 
ten verwendet. Bevorzugt werden Kunststoff e aus den Gruppen 
der Polyurethane und Silikone. 

Ein wichtiger Vorteil des erfindungsgemafien Verfahrens be- 
steht darin, dass eine grofiere Anzahl untereinander verbunde- 
ner Bauelemente gleichzeitig beschichtet werden konnen. Auch 
bietet das erf indungsgemafte Verfahren die Moglichkeit, das 
Gebilde aus Bauelement und Beschichtung vor dem Umgiefien mit 
Kunststoff mindestens einem weiteren Bearbei tungsvorgang zu 
unterziehen . 
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Das erf indungsgemaiie Verfahren zeichnet sich somit nicht nur 
durch grofie Einfachheit, sondern auch durch hohe Flexibilitat 
aus . 

Anhand der einzigen Figur, die in schematischer Schnittdar- 
stellung ein elektronisches Bauelement mit einer erfindungs- 
gemafi ausgebildeten Umhullung zeigt, wird ein Ausf uhrungsbei- 
spiel der Erfindung naher erlautert. 

In der Fig. ist mit 1 ein elektronisches Bauelement bezeich- 
net, das insbesondere als Kondensator oder Widerstand ausge- 
bildet ist und beispielsweise in Druck- oder Luftmassen- 
Sensoren fur Brennkraf tmaschinen in der Kraf tf ahrzeugtechnik 
eingesetzt wird. Das Bauelement 1 ist in ublicher Weise mit 
Anschlussdrahten 2 (Bauteilbeinchen) versehen. 

Urn das Bauelement 1 mit einer Umhullung zu versehen, wird es 
zunachst mit einer Beschichtung 3 aus f liefif ahigem Beschich- 
tungsmaterial umgeben. Als Beschichtungsmaterial wird vor- 
zugsweise Polyurethan (PU) verwendet . Es kann jedoch auch Si- 
likon oder ein anderes Beschichtungsmaterial verwendet wer- 
den, das einen hohen thermischen Ausdehnungskoef f izienten und 
gute Haf tungseigenschaf ten hat. 

Das Beschichtungsmaterial wird in flussigem Zustand auf das 
Bauelement 1 aufgebracht, und zwar vorzugsweise durch Tauchen 
in ein Tauchbad (nicht gezeigt) . Es kommen jedoch auch andere 
Beschichtungsverf ahren wie z.B. Spruhen bzw. Lackieren in 
Frage. 

ZweckmaUigerweise wird eine grofie Anzahl von Bauelementen 1 
(z.B. 2000) gleichzeitig mit der Beschichtung 3 versehen, in- 
dent die Bauelemente durch einen „Gurt* in Form eines Papier- 
streifens miteinander verbunden und gemeinsam in das Tauchbad 
getaucht werden. Der Gurt kann in Maander- oder Spiralform 
vorgesehen werden. 
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Falls das Beschichtungsmaterial sehr dunnfliissig ist, kann es 
erforderlich oder zumindest zweckmaBig sein, mehrere aufein- 
anderfolgende Tauchvorgange vorzusehen. Entscheidend ist, 
dass die Beschichtung 3 das Bauelement 1 vollstandig bedeckt 
und eine ausreichende Dicke hat, urn fur den erwunschten Aus- 
gleich thermisch bedingter Ausdehnungsunterschiede zwischen 
dem Bauelement 1 und einer noch auf zubr ingenden Kunststoff- 
kapselung 4 zu sorgen. 

Nach dem Tauchvorgang (gegebenenf alls dem letzten Tauchvor- 
gang) wird die Beschichtung durch Trocknen ausgehartet. Der 
Trocknungsvorgang kann durch externe Warmezufuhr in Form von 
Inf rarotstrahlung und/oder Heifiluft erfolgen. Je nach dem 
verwendeten Beschichtungsmaterial ist jedoch auch ein Trock- 
nungsvorgang bei Umgebungsbedingungen moglich. 

Ein wichtiger Vorteil des beschriebenen Verfahrens besteht 
darin, dass die Beschichtungs- und Aushartungsvorgange durch- 
gefiihrt werden konnen, ehe das elektronische Bauelement 1 
seiner eigentlichen Verarbeitung zugefiihrt wird. So wird das 
elektronische Bauelement 1 nach dem Tauch- und Trocknungsvor- 
gang beispielsweise mit einem Leiterkamm (nicht gezeigt) ver- 
schweiflt und gegebenenf alls weiteren Bearbeitungsvorgangen 
unterzogen, bevor das Gebilde aus Bauelement 1 und Beschich- 
tung 3 mit der Kunststof f kapselung 4 versehen wird. 

Die Kunststof f kapselung 4 kann gewissermafien in zwei Stufen 
aufgebracht werden. So wird beispielsweise das Bauelement 1 
nach dem AnschweiiJen am Leiterkamm durch Sprit zgielien mit dem 
Kunststof f umgossen. Hierauf werden die angeschweifiten Bau- 
elemente durch Trennen des Leiterkamms vereinzelt, worauf 
dann die hierbei entstandenen Gebilde jeweils nochmals durch 
Spritzgieiien mit dem Kunststoff umgossen werden. Als Kunst- 
stoff kommt vorzugsweise PBT ( Polybutylentheraphthalat ) in 
Frage . 
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Wie Versuche gezeigt haben, ist die in der beschriebenen Wei- 
se aufgebrachte Beschichtung 3 in der Lage, relativ grofle 
thermisch bedingte Ausdehnungsunterschiede zwischen dem Bau- 
element 1 und der Kunststof f kapselung 4 auszugleichen . 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum Umhullen eines elektronischen Bauelementes, 
bei dem 

5 

das Bauelement (1) mit einer Beschichtung (3) aus flieflfahi- 
gem Beschichtungsmaterial versehen wird, 

das Beschichtungsmaterial der Beschichtung (3) ausgehartet 
10 wird und 

das Gebilde aus Bauelement (1) und Beschichtung (3) vollstan- 
W dig mit Kunststoff umgossen wird. 

y 

15 2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass das Beschichtungsmaterial durch Tauchen auf das Bauele- 
ment (1) aufgebracht wird. 

20 3. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass das Beschichtungsmaterial durch Sprtihen auf das Bauele- 
ment (1) aufgebracht wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine grofiere Anzahl untereinander verbundener Bauelemen- 
te (1) gleichzeitig beschichtet werden. 

30 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Be- 
schichtungsmaterial durch mehrere auf einander f olgende Be- 
schichtungsvorgange auf das Bauelement (1) aufgebracht wird. 

35 6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 
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class das Ausharten des Beschichtungsmaterials durch aufiere 
Warmezufuhr erfolgt. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Ausharten des Beschichtungsmaterials durch Trocknen 
bei Umgebungsbedingungen erfolgt. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass als Beschichtungsmater ial ein Material mit hohem Ausdeh- 
nungskoef f izienten und guten Haf tungseigenschaf ten verwendet 
wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass als Beschichtungsmaterial ein Kunststoff aus den Gruppen 
der Polyurethane und Silikone verwendet wird. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Gebilde aus Bauelement (1) und Beschichtung (3) vor 
dem Umgieften mit Kunststoff mindestens einem weiteren Bear- 
beitungsvorgang unterzogen wird. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Umgiefien mit Kunststoff durch Sprit zgiefien erfolgt 
und als Kunststoff fur das Spritzgieften PBT verwendet wird. 

12. Elektronisches Bauelement (1) mit einer Umhullung aus ei- 
ner Beschichtung (3) aus flieBfahig auf gebrachtem und ausge- 
hartetem Beschichtungsmaterial und einer die Beschichtung (3) 
umgebenden Kunststoff kapselung (4) . 
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Zusammen fas sung 

Verfahren zum Umhullen eines elektronischen Bauelementes so 
wie nach diesem Verfahren hergestelltes elektronisches Bau- 
5 element 

Bei dem er f indungsgemaften Verfahren wird das Bauelement (1) 
mit einem Beschichtungsmaterial, insbesondere durch Tauchen 
beschichtet, das Beschichtungsmaterial ausgehartet und das 
0 Gebilde aus Bauelement (1) und Beschichtung (3) mit Kunst- 
stoff umgossen. 

Figur 
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